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This bilingual version (2019-09) corresponds to the monolingual English version, published in
2017-05.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2013. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) the requirements have been updated to be compliant with the acceptance criteria in

IPC-

A-610F;

b) some of the terminology used in the document has been updated;
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c) references to IEC standards have been corrected;

d) fivet

The text

ermination styles have been added.
of this International Standard is based on the following documents:
CbhV Report on voting
91/1386/CDV 91/1429/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in

the repo

rt on voting indicated in the above table.

The Frepch version of this standard has not been voted upon.

This dogument has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part2.

A list of|all parts of IEC 61191 under the general title Printed board assemblies can Qe found

in the IHC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged puntil the

stability|date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the data rglated to

the speg¢ific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amepded.
IMPORTANT - The 'colour inside'logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the dorrect
understanding of its contents: Users should therefore print this document using a

colour

printer.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES -

Part 2: Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

1 Scope

This part of IEC 61191 gives the requirements for surface mount solder connections. The
requirerhents pertain to those assemblies that are totally surface mounted or to thellsurface
mounted portions of those assemblies that include other related technologies (elg.‘{hrough-
hole, chip mounting, terminal mounting, etc.).

2 Norfmative references

The following documents are referred to in the text in such a way ‘that some or all|of their
content|constitutes requirements of this document. For dated/references, only the| edition
cited applies. For undated references, the latest edition of theeferenced document (ipcluding
any ame¢ndments) applies.

IEC 60194, Printed board design, manufacture and asseémbly — Terms and definitions

IEC 611[91-1, Printed board assemblies — Part 1.“Generic specification — Requiremgents for
soldered electrical and electronic assemblies~ésing surface mount and related agsembly
technologies

IPC-A-6[10, Acceptability of Electronic Assemblies

3 Terms and definitions
For the purposes of this dacument, the terms and definitions given in IEC 60194 apply

ISO and IEC maintain‘“terminological databases for use in standardization at the fpllowing
addressles:

o |EC [Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO|Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

4 General requirements
The requirements of IEC 61191-1 are a mandatory part of this specification.

Workmanship shall meet the requirements of IPC-A-610 in accordance with the classification
requirements of this document.

5 Surface mounting of components

5.1 General

This clause covers assembly of components that are placed on the surface to be manually or
machine soldered and includes components designed for surface mounting as well as
through-hole components that have been adapted for surface mounting technology.
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lignment requirements

Sufficient process control at all stages of design and assembly shall be in place to enable the
post-soldering alignments and solder joint fillet controls specified in 6.3 to be achieved.

Relevant factors affecting the requirements include land and conductor design, component
proximities, component and land solderability, solder paste/adhesive quantity and alignment
and component placement accuracy.

rocess control

If suitable process controls are not in place to ensure compliance with 5.2 and the intent of

5.3 P
Annex A
54 §

4l (| 1 . " £ A A 1 ol (s
, LI UTLAIICU TTUUITTITICTILS UT ATITITA A STidIT DT TTTaliuatury.

urface mounted component requirements

The leads of lead surface mounted components shall be formed to their, final confi

prior to
damage
which d
packagd
handling
while m

55 F
5.5.1

Leads

non-par
board (
configur

mounting. Leads shall be formed in such a manner that the lead*to-body se
d or degraded and that they may be soldered into place byrsubsequent pr
p not result in residual stresses decreasing reliability. When(the leads of dus
s, flatpacks, and other multilead devices become misaligned during proce
, they may be straightened to ensure parallelism and.alignment prior to m
bintaining the lead-to-body seal integrity.

atpack lead forming

General

puration
bl is not
bcesses
I-in-line
5sing or
punting,

bn opposite sides of surface mounted“flatpacks shall be formed such
bllelism between the base surface of the component and the surface of the
.e. component cant) is minimal. Component cant is permissible provided
ation does not exceed the maximum spacing limit of 2,0 mm (see Figure 1).

No bend

into the seal

R

< 2,0 mm

hat the
printed
he final

Key
R lead-bend radius
T nominal lead thickness
Figure 1 — Lead formation for surface mounted device
5.5.2 Surface mounted device lead bends

IEC

Leads shall be supported during forming to protect the lead-to-body seal. Bends shall not
extend into the seal (see Figure 1). The lead-bend radius (R) shall be > 1 T (T = nominal lead
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thickness). The angle of that part of the lead between the upper and lower bends in relation to

the mou

5.5.3

nting land shall be 45° minimum and 90° maximum.

Surface mounted device lead deformation

Lead deformation (unintentional bending) may be allowed when

a) no evidence of a short circuit or potential short circuit exists,

b) lead

-to-body seal or weld is not damaged by the deformation,

c) does not violate minimum electrical spacing requirement,

d) top of lead does not extend beyond the top of body; preformed stress loops may extend

abo
e) toe
f) copl

5.5.4

Compor
seating
40 % of
deformdg

Flatteng
paralleli
(e.g. co

5.5.5
Dual-in-
mountin

shall be
prohibits

5.5.6

Flatpach

non-axial lead components shall not be surface mounted unless the leads are formed

the surf
betweer

56 S

C t;lc tUp Uf t;IU IUUUIy, iIUVVGVCI, atallu'-uff ilc;gilt “IIIit b;ld“ IIUt IUC C)\bCUUIUUI,
curl, if present on bends, shall not exceed two times the thickness of the lead (
anarity limits are not exceeded.

Flattened leads

ents with axial leads of round cross-section may be flatteped (coined) for

the original diameter. Flattened areas of leads shall¢be”excluded from th
tion requirement in 6.5.3 of IEC 61191-1:2013.

sm between the base surface of the componefnt and the surface of the printe
mponent cant) is minimal.

Dual-in-line packages (DIPs)
ine packages may be surface mounted provided the leads are configured to r
g requirements for surface mounted loaded parts. The lead preparation o

performed using die forming/cutting systems. Hand forming and trimming of le
bd.

Parts not configured for surface mounting
s of the through=hole configuration, transistors, metal power packages, ar

hce mountedtdevice lead forming requirements. Such applications shall be ag
user and’manufacturer.

mall-devices with two terminations

5.6.1

P T),

positive

in surface mounting. If flattening is used, the flattened thickness shall be not I¢ss than

e 10 %

d leads on opposite sides of a surface mount partyshall be formed such that fhe non-

d board

heet the
beration
ads are

d other
to meet
reed on

| General

The detailed requirements for mounting of small devices with two lead terminations are

defined

5.6.2

in 5.6.2 and 5.6.3.

Stack mounting

When part stacking is permitted by the assembly drawing, parts shall not bridge spacing
between other parts or components such as terminals or other chip components.

5.6.3

Devices with external deposited elements

Components with electrical elements deposited on an external surface (such as chip resistors)

shall be

mounted with that surface facing away from the printed board or substrate.
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5.7 Lead component body positioning
5.71 General

Parts mounted over protected surfaces and insulated parts that are positioned over circuitry
or parts mounted over surfaces without exposed circuitry may be flush mounted (i.e. no stand-
off height). Parts mounted over exposed circuitry shall have their leads formed to provide a
minimum of 0,25 mm between the bottom of the component body and the exposed circuitry.
The maximum clearance between the bottom of the leaded component body and the printed
wiring surface shall not exceed 2,0 mm.

5.7.2 Axial-leaded components

The body of a surface-mounted axial-leaded component shall be spaced from the surface of
the prinfed board at a maximum of 2,0 mm unless the component is mechanically attgched to
the subjstrate by adhesive or other means. Leads on opposite sides of sufface mounted
axial-legded components shall be formed such that component cant (non-parallelism bbetween
the bas¢ surface of the mounted component and the surface of the printed\board) is |minimal
and in no instance shall body cant result in non-conformance with maximum spacing limits.

5.7.3 Other components

TO-can|devices, tall profile components (i.e. over 15 mm), ¢ransformers, and metdl power
packages may be surface mounted provided the parts are bonded or otherwise securgd to the
board im]a manner which enables the part to withstand\the end-item shock, vibrafion and
environmental stresses.

5.8 Pjarts configured for butt lead mounting

Components designed for through hole (pin-in-hole) applications and modified for butt joint
attachmient, or stiff leaded dual-in-line packages may be butt mounted on level A and B
product$. Butt mounting is not permitied” on level C products unless the compgnent is
designed for surface mounting. Components with solder-charged terminations designed for butt
mountinig may be acceptable for all classes. For other butt-mounted termination components
acceptance criteria have to be agreed between the manufacturer and the user.

5.9 Non-conductive adhesive coverage limits

Non-conductive adhesjve-materials, when used for component mounting, shall not flgw onto,
or obsclire, areas to besoldered or into vias or plated-through holes.

6 Acceptance requirements

6.1 General

Materials, processes, and procedures described and specified in IEC 61191-1 provide for
soldered interconnections that are better than the minimum surface mount acceptance
requirements in this clause. Processes and their control should be capable of producing
product meeting or exceeding the acceptance criteria for defined product levels.

6.2 Control and corrective actions

The detailed requirements for acceptance, corrective action limits, control limit determination,
and general assembly criteria described in IEC 61191-1 are a mandatory part of this standard.
In addition 6.3 shall be met for all surface mount assembly and for connection acceptability.
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urface soldering of leads and terminations

General

Solder joints or terminations on components designed for surface mounting shall exhibit
solder joints that meet the general descriptions of Clause 10 of IEC 61191-1:2013 with the
specific measurements defined in 6.3.3 to 6.3.17 of this document. Some surface-mounted
components will self-align during reflow soldering but a degree of misalignment is permitted to
the extent specified. However, minimum design conductor spacing shall not be violated.

In 6.3.3 to 6.3.17, certain joint features are unspecified in size and the only requirement is
that a properly wetted fillet to both lead/termination and lands be visible. Geometric

dimensi

ons naot called out with any rpqnirpmpn’re are considered naon-critical

perform

Surface

mechanjcal support, subjected to stress from insertion and withdrawal of \compor

printed

6.3.2
6.3.2.1

The hei
shall be

hnce of the interconnection.

tmounted joints formed to connector, socket, and other leads or terminations

poards, shall meet the requirements of level C.

Solder fillet height and heel fillets
General

ght F of solder fillets, including heel fillets, as required in the following sul
judged by the distance the applied solder has €isen up the joined surface. |

to the

without
ents or

clauses
Figure 2

illustrat¢s this measurement for joints of equal height\but having different solder volume. In

6.3.3 to
referend

the height of the heel fillet to a formed lead shallkbe measured at the lowest point of th

bend ra
When rg

NOTE S
and a dim

6.3.2.2

A moun
(CTE)

speciali
offs mo

soldered into place using redundant interconnect wiring between the component cas

and the

Designs

6.3.12, for some lead configurations, the minimum acceptable fillet height cri
ed to the lead thickness T, or one half the thickness (0,5 T). When referenc

dius of the lead, as indicated by point A of Figure 2b (e.g. level C in Figures
ferenced to 0,5 T, the fillet may be-0;5 T lower (e.g. level B in Figures 3 to 5).

Lbclause 6.3.3 provides an organization that combines the requirement paragraph, the appropr
ensional table that describes thespecific details.

Solder connection(contours

ing technique shall\be used to compensate for the coefficient of thermal ex
ismatch of the part 'and board. This mounting technique shall be limited to pa
red mounting devices, and normal solder connections. The use of specialize
inted between*the part and the land is permissible. Leadless components sha

land.

erion is
ed to T,
e inside
3 to 5).

ate figure

pansion
't leads,
1 stand-
| not be

tellation

that use special solder connection contours as part of a CTE mismatch comp

nsation

system

shall be 1dentitied on the approval assemDbly drawing. Ihe mounting technique

shall be

capable of performing with a solder connection which meets the requirements of this

docume

6.3.2.3

nt.

Surface mount device lead heel position

The heel of a leaded component shall not overhang the land.

NOTE T

6.3.2.4

he heel begins where the lead starts to curve at the lead bend.

Break-away tie bars

Components (e.g. connectors and flexible circuits) which incorporate break-away tie bars in
their design may be installed or soldered in place prior to removal of the tie bar. Exposed

basis m

etal resulting from tie bar removal is permissible.
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F = fillet height

y
w
A
IEC
a) Fillet height
L = projected lead length
2N proj 9
—p»| |<— T =lead thickness
A = lovest point of inside
bend radius
L
L L
¢ o g
IEC
b) Fillet height referenced to lead thickness

Key

A lowest point of inside bend radius

F fillpt he&ight

L projected lead length

T lead thickness

Figure 2 — Fillet height

6.3.3 Flat ribbon L and gull-wing leads

Solder joints between substrate lands and flat ribbon leads formed into an L, and gull-wing
shaped component leads of either stiff or flexible materials shall meet the alignment and
solder fillet requirements of Figure 3 for each product level.
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L~
A\/\
s

Side

overhang

B
’\\é
Wﬂ/

Toe overhang

- 13—

Lead
w
AR
Al AN
[of Land

End joint width

Others lead configurations

See note?2 See Notg 9
of the table of the table
\\ Line-bisegting

lower bend radius

w
'_
.9, _}_ o
LLL T
Toe down heel fillet h¢ight
D| = side joint length W = lead width T = lead thickness L = formed foot length
IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level‘A Level B Leve] C
Maximum side overhang A %W 0r'0)5 mm,d %W or 0,5 mm,d %W or 0,p mm,d
whichever is less whichever is less whichever is less
Maximum toe overhang B d Not permitted when | Not permited when
L<3wd L<3Wwd
Minimum end joint width © C W W YaV)
Minimum side When L = 3W 3 . .
joint length © > W or 0,5mm, 3W or %L, whichever is longer
whichever is less
When L < 3W L
Maximunh heel fillet height E f
Minimum heel T=<0,4mm . G+T ;
fillet heidht F G+T
T >0,4"mm G+ %T
Minimum solder thickness G e e e

2  Soldg

r filletsyfor levels A and B may extend through the top bend.

b Leadp ‘ndt’having wettable sides or ends by design (such as leads stamped or sheared from preparéd stock)

bend.

¢ Properly wetted fillet evident.

f Solder does not touch body or end seal.

¢ d Shall not violate minimum design conductor spacing.

are not required 10 have side or end Tillets, but side overnang Is not permitted (all Tevels).

9 In case of toe down configuration, minimum fillet height F extends at least to the mid-point of the outside lead

6.3.4

Figure 3 — Flat ribbon and gull-wing leads

Round or flattened (coined) leads

Joints formed to round or flattened (coined) leads shall meet the dimensional and fillet
requirements of Figure 4 for each product level.
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Toe overhang

~

Line bisecting
_ lower bend
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w

End joint width

= flattened lead width or
diameter of round lead

=

[T

r———

.
I auido
T \&\
/// iy

/
1

-
=

= thickness of lea
site (cover land
= formed foot lend

H at joint

th

D Toe down heel Others land configurations
Side joint length fillet height
IEC
Dimensions in npillimetres

Feature Dimension Level A Level B Leve] C

Maximur side overhang A %W or 0,5 mm, whichever is less P /W or 045 mm, b
whichever|is less
Maximum toe overhang B b b b
Minimum| end joint width c ¢ ¢ Y
Minimum side joint length D w 1%\
Maximum heel fillet height E a a a
Minimum heel fillet height F ¢ G+ %THd G+7T4d
Minimum solder thickness G ¢ ¢ ¢
Minimum side joint height Q ¢ G+ %T G+ 1T
a8 Soldgr does not touch package body or;seal.
b Shall|lnot violate minimum design conductor spacing.
¢ Propé¢rly wetted fillet evident.
4 In cape of toe down configuration, minimum heel fillet height F extends at least to the mid-point of th¢ outside
lead pend
Figure 4 — Round or flattened (coined) lead joint

6.3.5 [ Jleads
Joints formed to leads having a J shape at the joint site shall meet the dimensional gnd fillet

requirements of Figure 5 for each product level.
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=

See note?

of the table

Side overhang

15—

Toe overhang

=

A

Lead

-

o

TR

Land

End joint width

W = lead width
w T = lead thickness
D
Side joint length JEC
Dimensions in millimetres

Feature Dimension Levelh A Level B Level C
Maximunp side overhang ¢ A 7AW W AL
Maximum toe overhang B bd bd by
Minimum| end joint width C W A\
Minimum| side joint length D ¢ 1%W W
Maximung fillet height E a a 8
Minimum|fillet height F G+ T GHT
Minimum| solder thickness G ¢ ¢ 9
a8 Maxium solder fillet does_fiet,touch package body or end seal.
b Unspgcified parameter.
¢ Propgrly wetted fillet evident.
4 Shall|not violate-minimum design conductor spacing.

Figure 5 — J lead joint

6.3.6 'Rectangttaror-squareendcomponent

Solder joints to components having terminations of a square or rectangular configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of Figure 6 for each product level.
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w
Side overhang \\\
of termination
W A C
End overhang ~~B P
See natea T End joint width

_ -~ of the table ‘
A==

¢/

:

P
§

e

End overlap

W
4or

hree face
two-sided termination
termination

Termination configurations

face
nation

H = height of termination zone T = length of termination zone
W = width of termination area P = width ofdand
IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B Leve| C
H H e 1
Maximum side overhang A %W or P, whichever is less . VaW or.P,
whichevef is less
End overhang B Not permitted
ini 101 H 3,
Minimum end joint width o %W or P. whichever is less _ YaW or_P,
whichevef is less
Minimum side joint length © D d
Maximum fillet height 2 @
Minimum fillet height F d G+ Y%H or|G + 0,5,
whichevef is less
Minimum| solder thicknes's P G d
Minimum end overlap °© J required YaT]

a

The maximum fillet may overhang the land or extend onto the top of the end-cap metallization; howpver, the

solddr'shall not extend further onto the component body.

Unless satisfactory cleaning can be demonstrated with reduced clearance. G is not specified when cleaning is

not required.

Not required for one face only termination type components.

Properly wetted fillet evident.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

6.

Figure 6 — Rectangular or square end components

3.7 Cylindrical end-cap terminations

Solder joints to components having cylindrical end-cap terminations (e.g. MELFs) shall meet
the dimensional and solder fillet requirements of Figure 7 for each product level.
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7\
Vr/’_
|

I
A-_
=
Side overhang =C=
See note? End overhang
of the table p
H T -
1 i End joint width
, T = S ]
i : Y
o r'L"\'-, '-.\ w W = diameter of termination
Ll Lo o P T =termination / plating length
1 ] D ] S =land length
—- J - : -
-Iili-
Side joint length
and end overlap
IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B Level C
Maximurp side overhang © A YW or P, whichever is less
End overhang B Not permitted
Minimum end joint width C b %W or P, whichever is lejss
Minimum side joint length D b %T or S, %T of S,
whichever is less whichever is less
Maximunp fillet height E @
(end and| side)
Minimum fillet height F b G + YW or
(end and| side) G +1,0 mm,
whichever is less
Minimum solder thickness G b
Minimum end overjlap J b YVaT Al
2  The maximum fillet may overhang the land or extend onto the top of the end-cap metallization; howpver, the
solddr shall.not extend further onto the component body.
b Properlwetted fillet evident

¢ Shall not violate minimum design conductor spacing.

Figure 7 — Cylindrical end-cap terminations

6.3.8 Bottom only terminations

Discrete chip components, leadless chip carriers, and other devices having metallized
terminations on the bottom side only shall meet the dimensional and solder fillet requirements
of Figure 8 for each product level.
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o \ ﬂ? \ w
A W |
C
P B A
Side overhang End overhang End joint width
W = termination width
T =termination length
P =land width
T
gl ZEE N
[ 1 |
B___l__ D
Side joint length IEC
Dimensions in npillimetres
Feature Dimension Level A Level B Leve|l C
Maximum side overhang A 15W or P, whichever is less 9 YaW dr P,
whichever|is less ¢
End overhang B Not permitted
Minimum end joint width %W or P, whichever is less YW ar P,
whicheverf is less
Minimum side joint length D @ a a
Maximunp fillet height E a @ @
Minimum fillet height F @ a a
Minimum solder thickness ¢ G b b b
Minimum end overlap J b 1 Al

a8  Unspecified parameter.

b Properly wetted fillet evident.

¢ If clepning~is required, G is not specific as long as satisfactory cleaning can be demonstrated with|reduced

clearpnce:

4 Shall not violate minimum design conductor spacing.

6.3.9

Figure 8 — Bottom only terminations

Castellated terminations

Joints formed to castellated terminations of leadless chip carriers shall meet the dimensional
and solder fillet requirements of Figure 9 for each product level.
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W
B
T
Corner metallization
(termination) o
A A Fillet required if
Side overhang land is present Side overhang
w )
T
AR e i e
g] I0) \J :
A C
= D -
Side joint length End joint width
W = castellation width
H = castellation height
P =land length external
to package
IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension LevellA Level B Level C
Maximum side overhang ¢ A %W %W VaW
End overhang B Not permitted Not permitted Not permitted
Minimum end joint width C W W YaW
Minimum side joint length 2@ D ¢ Depth of castellation
Maximunr fillet height E ad
Minimum fillet height F ¢ G + YaH G + JeH
Minimum solder thickness P G ¢
a8 The mpaximum fillet may-extend beyond the top of castellation provided it does not contact the body
b If cleaning is required, G is not specific as long as satisfactory cleaning can be demonstrated with|reduced
clearance.
¢ Propérly wetted fillet evident.
4 Shall[not violate minimum design conductor spacing.
Figure 9 — Leadless chip carriers with castellated terminations

6.3.10 Butt

joints

Joints formed to leads positioned perpendicular to a circuit land in a butt configuration shall
meet the dimensional and solder fillet requirements of Figure 10 for each product level. For
level A and B products, leads not having wettable sides by design (such as leads stamped or
sheared from preplated stock) are not required to have side fillets; however the design should
permit easy inspection of wetting to the wettable surfaces.
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Lead

W

b N~

N -

A BT N
\% % H c Land

A
Side overhang Land protrusion — o .
End joint width
T
w W = lead width
“I | T =lead thickness
Side joint length D
See|notea
of the table IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B
Maximurp side overhang © A YaW Not permifted
Toe overhang B Not permitted
Minimum end joint width C YaW YW
Minimum side joint length 2@ D b b
Maximum fillet height E a a
Minimum fillet height F 0,5 mm 0,5 mm
Solder thickness G b b
a8 Maximum fillet may exténd-into the bend radius. Solder does not touch package body or end seal.
b Properly wetted fillet gvident.
¢ Shall|not violate~minimum design conductor spacing.
Figure 10 — Butt joints

6.3.11 Hnwardt=shapedribbonteads

Solder joints to components having inward L-shaped ribbon lead terminations shall meet the
dimensional and solder fillet requirement of Figure 11.
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w
L, H = lead height
L =lead length
P =land width
4 W =lead width
P7 4
/BI / Split lead version
W
-¢ - )\
A
T
]
A
[V
Y Y
A e
O B Land
Y = — -
A o
<l L |-
1 P -
A |- ll—
Lo IEC
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B Level C
Maximum side overhang 2 YaW or /4P,
A W W whicheverlis less
Maximumn toe overhang B a
. . ) N N
Minimunm end joint width c W W ‘AW or 4P,
whicheverlis less
Maximumn fillet height E H+G?P
Minimunp fillet height Wetting is evident
F on the vertical G+%HorG+0,5 [ G+%HorG+0,5,
termination whichever is less whicheverlis less
surfaces
Solder thickness G ¢

a

b

[

Wetting is evident.

Solder does not contact component body.

Shall not violate minimum design conductor spacing.

6.3.12 Flat lug leads

Figure 11 — Inward L-shaped ribbon leads

Solder joints to power dissipating components with flat lug leads terminations shall meet the
dimensional requirements of Figure 12 for each product level.
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L = lead length
W P = land width
W = lead width
1 T = lead thickness
J = land protrusion
] K = gap between package and land
[~C—>|
Al P
7
]
i, G p— T p———— -
| I o

i

i A je

4—D—>l ’

L~
=

J
IEC
SOURCE] IPC. Figure reprinted with permission.
Dimensions in millimetres
Feature Dimension Level A Level B Levgl C
Side ovgrhang A BW © VaW © Not permitted
Toe ovefhang B ¢ Not permitted Not permitted
Minimum end joint width C 2\W YaW W
Minimun side joint length D L-K?2 L-K®@
Maximuih fillet height E b ° G+Thk1,0
Minimunp fillet height F d d G4T
Solder thickness G d d d
a8 Whefe the lug is intended to be.sqgldered beneath the component body and the land is designed| for this
purppse, the lead shall show evidence of wetting in the gap K.
b Unspecified parameter.
¢ Shal| not violate minimum_design conductor spacing.
4 Wettjng is evident.
Figure 12 — Flat lug leads
6.3.13 | Ball grid array
Solder j re 13 or

Table 1 for each product level. Whether the BGA balls are collapsing or non-collapsing
depends on the soldering temperature.
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IEC

SOURCE] IPC. Figure reprinted with permission.

Feature Level A, B, C
Alignment Solder ball offset does not void minimal elegtrical clearance
Clearange C Solder ball offset does not void minimal €leetrical clearance
Soldered connection Solder balls contact the land and forim a“continuous elliptical, round of pillar
connection
Voids Level of voiding shall be agreed¢between user and supplier 20 ¢
Underfill| or staking material Present and completely clred if required

a8 Desipgn-induced voids by microvias, etc. are excludgd. In such cases, acceptance criteria have to be
established between user and supplier.

b Mangfacturer may use test or analysis to develgp alternative voids criteria under consideration of lend use
envijonment.

¢ Plating process induced voids, e.g. micre*voids/champagne voids, are excluded. In such cases, acgeptance
critefia have to be established betweenluser and supplier.

Figure:13 — BGA with collapsing balls

Table 1 - BGA with non-collapsing balls

Feature Level A, B, C
Alignment Solder ball offset does not void minimal electrical clearance
Soldered connéction Solder is wetted to the solder ball and land
Underfill'or staking material Present and completely cured 1T required

6.3.14 Column grid array

Solder joints of column grid arrays with round, square and rectangle profile shall meet the
dimensional requirements of Table 2 for each product level.

Table 2 — Column grid array

Feature Level A Level B, C
Alignment Column offset does not void minimal Column perimeter does not extend
electrical clearance perimeter of the land
Soldered connection 270° circumferential wetting 270° circumferential wetting
Underfill or staking material Present and completely cured if required
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6.3.15 Bottom termination components

Solder joints of bottom termination components shall meet the dimensional requirements of
Figure 14 for each product level.

@

/
————— k.

=
fo Bt

C
A
P—»

IEC

SOURCE] IPC. Figure reprinted with permission.

Feature Dimension Level A Level B Level C

Side ovgrhang A VAL VAW @ ALK
Toe ovefhang B Not permitted Not permitted Not permitted
Minimum end joint width C aW YaW YaW
Minimunp side joint length D d d d
Solder fillet thickness G ¢ ¢ ¢
Minimun) toe fillet height F be be b
Terminalion height H © © ©

Land widith e b b b
Terminalion width w b b b

@ Doeg not violate minimum electrical clearance.
b Unspecified parameter,

¢ Wettjng is evident.

4 No vjsual inspectabte attribute.

¢ H = height of \wettable side surface if present. Some packages do not have wettable surface on side$ and do
not requine a‘side fillet.

Figure 14 — Bottom termination components

6.3.16 Components with bottom thermal plane terminations (D-Pak)

Solder joints of components with bottom thermal planes shall meet the dimensional
requirements of Figure 15 for each product level.
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—)1(—0

IEC
SOURCE] IPC. Figure reprinted with permission.
Feature Dimension Level A Level B Level C
Side ovgrhang A?
Toe ovefthang B2
Minimuny end joint width ca
Minimun side joint length D2
Criteria for the type of lead termination beipg used
Maximum heel fillet height E®
Minimum heel fillet height Fa
Solder fillet thickness G
Lead thitkness T
Featurg (only thermal plane connection) Dimension Level A Level B Level C
Thermal|plahe side overhang VaW
Thermal plane end overhang Not permitted
Thermal plane end joint width 100 % wetting in contact area °
Thermal plane side joint length D2 ¢
Thermal plane solder fillet thickness G Wetting is evident when a fillet is present
Thermal plane void criteria ©
Thermal plane termination width w b
Thermal plane land width P d

a8 See 6.3.3.
b

Not specified or design determined variable in size.

¢ Acceptance criteria have to be established between the user and the supplier.

Solder wetting is not required on trimmed edges of the thermal plane if that exposes not wettable surfaces.

Figure 15 — Bottom thermal plane terminations
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6.3.17 P-style terminations

Solder joints of components with P-style terminations shall meet the dimensional
requirements of Figure 16 for each product level.

1

IEC
SOURCE] IPC. Figure reprinted with permission.
Feature Dimension Level A Level B Level C
Side ovgrhang A 2W VaW Not permitted
Toe ovefhang B @ @ @
Minimum end joint width C a\W YaW W
Minimunp side joint length D W 1%W 1%W
Minimunm fillet height — toe and F b YaH Ya
heel
Terminalion height H ¢ ¢ ¢
Minimunp side fillet height J b b b
Terminalion length L © © ©
Terminalion width w © © ©
2  No plart of the L portion of the 'termination extends beyond the land.
b Wettjng is evident.
¢ Not $pecified or design-determined variable in size.

Figure 16 — P-style terminations

6.4 General post-soldering requirements applicable to all surface-mounted
apsemblies

6.4.1 Dewetting

Non-conforming, defect level A, B, C: dewetting at any termination if it reduces the wetted
area of any termination or land by more than 5 % of the maximum.

6.4.2 Leaching

Non-conforming, defect level A, B, C: leaching at any termination if it causes more than 5 %
of the visible part of any termination wetted area to become unwetted.

6.4.3 Pits, voids, blowholes, and cavities

Non-conforming, defect level A, B, C: when the wetted areas or wetted perimeters of a solder
joint are reduced below the specified minimum for the relevant joint type.


https://iecnorm.com/api/?name=5a3e540b226f153235725437017eb312

IEC 611

6.4.4

91-2:2017 © IEC 2017 - 27 -

Solder wicking

Non-conforming, defect level A, B, C: wicking prevents the specified minimum wetting
requirements for the relevant joint type from being met, or it causes excessive stiffness in a

lead.

6.4.5

Solder webs and skins

Non-conforming, defect level A, B, C: any solder web or skin present.

6.4.6 Bridging
Non-conferming—defeettevel-A—B—G—anry—duRwanted—bridginrg—joirirg—rermaty—jisolated
conductjng surfaces.

Non-conforming, defect level B, C: where excess solder causes a large igid comnection
between two or more component terminations that are intended to be electrically cohnected
but physically apart, this may also be non-conforming. Defect due to stress risks from CTE
mismatgh.

6.4.7 Degradation of marking

Non-conforming, defect level A, B, C: loss of identity data“or parametric value marking
through|degradation of characters or colours on components, parts, printed boards.

6.4.8 Solder spikes

Acceptgble, level A, B, C: spikes that have rounded tips or are less than 0,5 mm R

appear

Non-cor

6.4.9

n circuits that operate below 250 V AC:er DC.
forming, defect level A, B, C: any\spike that violates minimum design spacing.

Disturbed joint

Acceptable, level A, B, C: a joint with surface roughness (grainy or dull finish).

Non-cor
exhibitin

6.4.10

Non-cor

a) caug

forming, defect fevel A, B, C: any joint exhibiting a crack, fillet lifting, or a
g visible contamijnation.

Component damage
forming, defect level A, B, C: any damage to a component, part, or board that

eNoss of functionality. reduction in reliability, or

igh and

surface

may

b) result in failures to meet relevant IEC or user’s specifications, or

c) bea

6.4.11

rejection criterion for quality inspections.

Open circuit, non-wetting

Non-conforming, defect level A, B, C: any solder joint where solder was available but there
has been failure to wet any surface specified as being part of the minimum joint, for example
due to solder balling, poor solderability, surface tension effect (tombstoning).

6.4.12

Component tilting

Acceptable, level A, B, C: a component or part that exhibits tilt in any direction, but meets the

relevant

specified requirements for all its soldered joints.
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Non-conforming, defect level A, B, C: any component or part whose tilt causes it to fail to
meet the specified minimum requirements.

6.4.13 Non-conducting adhesive encroachment

Acceptable, level A, B, C: adhesive encroachment into a solder joint that does not prevent it
from meeting the relevant specified minimum wetting and alignment requirements.

Non-conforming, defect level A, B, C: adhesive encroachment into a solder joint that will
cause it to fail to meet the relevant specified minimum requirements for the joint or prevent
reliable rework.

6.4.14 | Open circuit, no solder available

Non-conforming, defect level A, B, C: any failure to make a solder jointydue fo local
non-avdilability of solder prior to or during soldering, for example arising froma .stenci| defect,
shadow(ng, solder balling.

6.4.15 | Component on edge

Acceptdble, level A, B, C: provided component body length is less~than 3,2 mm, widtlr is less
than 1,6 mm and thickness greater than 1,0 mm and all\solder joint and aljgnment
requirernents for the relevant level are met.

7 Rework and repair

Rework|shall only be undertaken with prior permission of the user. The maximum number of
rework actions on an individual board or unit shall be agreed on with the user.

All rewdrk activities on a product shall be'recorded in the manufacturer’'s quality system. This
data shall be used for continual improvement and corrective action by the supplier.

When rework is performed, eachireworked or reflowed connection shall be inspectefd to the
requirements of 6.3. See Table'\3/for re-workable defects.
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Table 3 — Reworkable defects

No. Defects
1 Defects identified in Table 2 of IEC 61191-1:2013
2 glgtéribbon L, or gull-wing lead solder connections that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.2 or
3 gc:),)u:d or flattened (coined) lead solder connections that do not meet the requirements of 6.3, 6.3.2 or
4 J lead solder connections that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.2 or 6.3.5
5 Rectangular or square end component solder connections that do not meet the requirements of 6.3.1,
6.3.2 0r 6.3.6
6 Cynndrical end-cap termination (MELF) Solder connections that do not meet the requirements df 6.3.1,
6.3.2 or 6.3.7
7 Bottom only termination solder connections that do not meet the requirements of 6.3.1,6.312 01 6.3.8
8 Leadless chip carrier with castellated termination solder connections that do not meet the requirements
of 6.3.1, 6.3.2 0r 6.3.9
9 Butt joint solder connections that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.2"or-6.3.10
10 Inward L-shaped lead connections that do not meet the requirements of 6{3;,6.3.2 or 6.3.11
11 glgt1lgg leads on power dissipating components that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3]2 or
12 Ball grid arrays that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.20r6.3.13
13 Column grid arrays that do not meet the requirements of 6,3x146.3.2 or 6.3.14
14 Bottom termination components that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.2 or 6.3.15
15 Components with bottom thermal plane terminations«(D=Pak) that do not meet the requirementg of
6.3.1,6.3.2 0r 6.3.16
16 P-style terminations that do not meet the requirements of 6.3.1, 6.3.2 or 6.3.17
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Annex A
(normative)

Placement requirements for surface mounted devices

A.1 General

The following placement requirements for surface mount devices shall be imposed only if

process

controls are not sufficiently in place to ensure compliance with 5.3.

A2 (

Misregid
metalliz

A3 3

A.3.1

At least
overlap
metalliz
6).

A.3.2

At least
conduct

A.4 Mounting of cylindrical @end-cap devices (MELFs)

MELF d
diamete
face (er
lands) t
formed.

A5 H

fomponent positioning

tration of components shall not reduce the spacing to adjacent printed‘wiring
ed elements by more than the minimum electrical spacing.

bmall devices incorporating two terminations

Metallization coverage over the land (side-to-side)

Metallization coverage over the land-(€nd)

pr spacing shall be maintained (see Figure 6).

evices shall be mounted such that the side overhang does not exceed 25 ¢
r of the metallized-face (end cap). At least two-thirds of the thickness of the m¢
d cap) shall be~on’the land (see Figure 7). Use of lands with cut-outs (e.g. U
b aid in component positioning is permissible provided that an adequate solde

Registration of castellated chip carriers

or other

75 % of the component metallization width on each end of the component shall
the land area. If land metallization width isA€ss than 75 % of the component
btion, the component metallization shall cover the“entire width of the land (se¢ Figure

two-thirds of the length of the end-metallization shall overlap the land area. Minimum

b of the
ptallized
tshaped
r fillet is

At least 75 % of the cross-section of each metallized castellation of a leadless chip carrier

shall be

over the land to which the chip carrier is registered (see Figure 9).

A.6 Surface mounted device lead and land contact

Minimum contact length (D) shall be equal to 75 % of the foot length (L) for flat ribbon leads,

round le

ads and flattened round leads. Refer to Figures 3 to 4.

A.7 Surface mounted device lead side overhang

Leads may have side overhang, provided the overhang does not exceed 25 % of the lead

width or

0,5 mm, whichever is less, and minimum conductor spacing is maintained.
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A.8 Surface mounted device lead toe overhang

Toe ends of leads of the following surface mounted devices may overhang the land, provided

the mini

mum electrical spacing and contact length is maintained:

o flat ribbon L and gull-wing leads;

e roun

d or flattened (coined) leads;

e Jleads.

A.9 Surface mounted device lead height off land (prior to soldering)

Round
original

two timés the lead thickness or 0,5 mm, whichever is less. Toe up or toe downon

round Ig
does nog

A.10 H

pr flattened leads may be raised off the land surface a maximum of one-
lead diameter. Flat or ribbon leads may be raised off the land surface a~max

ads shall be permissible provided that separation between leads and' terminat
t exceed 2T and 50 % of D limits, respectively.

Positioning of J lead devices

half the
mum of
flat and
on area

J lead devices shall be mounted so that the side overhang is less than 25 % of the leald width.

The par
be form

A.11 H

It is pre
(no ove

A12 E

Where
expansi
that will

t shall be positioned so that a minimum solder fillet of’one-and-a-half lead wig
bd.

Positioning gull-wing lead devices

ferred that leads be seated such that, the full length of the foot is within the I3
hang).

Fxternal connections to packaging and interconnect structures

pbackaging and interconnect structures (P&l) are used to provide controlled
bn, they shall not be.connected to external system elements (i.e. chassis or heg
degrade the thepmal expansion control below design limits.

ths can

nd area

thermal
at sinks)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —

Exigences relatives a I’assemblage par brasage pour montage en surface
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La Norme internationale IEC 61191-2 a été établie par le comité d'études 91 de I'IEC:

Techniq

ues d'assemblage des composants électroniques.

La présente version bilingue (2019-09) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2017-05.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxieme édition parue en 2013. Cette édition
constitue une révision technique.


https://iecnorm.com/api/?name=5a3e540b226f153235725437017eb312

- 38 - IEC 61191-2:2017 © |IEC 2017

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) mise a jour des exigences pour qu’elles soient conformes aux critéres d’acceptation de
I'PC-A-610F;

b) mise a jour d’'une partie de la terminologie utilisée dans le présent document;

c) correction des références aux normes IEC;

d) ajout de cinq styles de terminaisons.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/1386/CDV et 91/1429/RVC.

b (] b o414 40900 1 D\ L (] b b H £ - 1 b b H h 1
Le rapport—ae—vote I 17 T ZITR\ Vo aonnme—toute— mrormaton— sur— e vote—ayart bouti a

['approbjation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
Ce docyment a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61191, sous le titre général Ensentbles de
cartes imprimées, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le com|té a décidé que le contenu de ce document ne <era pas modifié avant la [date de
stabilité| indiquée sur le site web de I'lEC sous "http/webstore.iec.ch" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera:
e reconduit,

e supprime,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amehdé.

IMPORTANT - Le logo "colour inside™ qui se trouve sur la page de couverthre de
cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées gomme
utiles |a une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par
conséquent, imprimer{cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —

Exigences relatives a I’assemblage par brasage pour montage en surface

1 Domaine d’application

La présente partie de 'lEC 61191 spécifie les exigences relatives aux connexions brasées

pour mq
le monf
d’autres
a borne

2 Réflérences normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout @

de leur|contenu, des exigences du présent document. Pour les références datée
I’édition| citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du docu
référenge s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 601[94, Conception, fabrication et assemblage. des cartes imprimées — Tel
définitions

IEC 611[91-1, Ensembles de cartes imprimées ~ Partie 1: Spécification générique — EX

relatives

montage en surface et associées

IPC-A-6

3 Tern

Pour leg

L’1SO et
en norn

e |EC

ntage en surface. Les exigences se rapportent aux ensembles intégrant unid
age en surface ou aux portions d’ensembles pour montage en surface

technologies associées (par exemple montage par trous traversants, montage
etc.).

aux ensembles électriques et gélectroniques brasés utilisant les techniq

10, Acceptability of Electronic Assemblies (disponible en anglais seulement)

mes et définitions
besoins du présent document, les termes et définitions de I'|EC 60194 s’appli

I'IEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre
alisatiofi;”consultables aux adresses suivantes:

uement
incluant
a puce,

u partie
5, seule
ment de

mes et

igences
ues de

guent.

Ltilisées

EleCtropedia: disponible a I’adresse http://www.electropedia.org/;

e |SO

Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp.

4 Exigences générales

Les exigences de I'lEC 61191-1 constituent une partie obligatoire de la présente spécification.

La qualité d’exécution doit satisfaire aux exigences du document IPC-A-610, conformément
aux exigences de classification du présent document.
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5 Montage en surface des composants

5.1 Généralités

Le présent article couvre l'assemblage de composants placés sur la surface a braser
manuellement ou a la machine et comprend des composants congus pour le montage en
surface ainsi que des composants pour trous traversants qui ont été adaptés pour la
technologie de montage en surface.

5.2 Exigences d’alignement

Le controle de processus a toutes les étapes de conception et d’assemblage doit étre
suffisanfafimde permettre ta reatisation des_alignements post-brasage et des contrdles de
raccord|de joint brasé spécifiés en 6.3.

Les facfeurs pertinents affectant les exigences incluent la conception des plages d’agcueil et
des conlducteurs, la proximité des composants, la soudabilité des composants et deg plages
d’accue|l, la quantité de créme a braser/d’adhésif, I'alignement et la precision de placement
des conpposants.

5.3 Controle de processus

Si des [contréles de processus adaptés ne sont pas mis é€n place de fagon a aspurer la
conform(ité & 5.2 et a I'objet de I’Annexe A, les exigences détaillées de I’Annexe A|doivent
étre obligatoires.

5.4 Exigences relatives aux composants pourimontage en surface

Les sorties des composants destinés au montage en surface et équipés de sorties|doivent
étre formées selon leur configuration définitive avant le montage. Les sorties doivent étre
forméeq de maniére que le joint sortie-carps ne soit pas endommagé ou dégradé et qu’il soit
permisrf]ie les mettre en place par brasage lors de processus ultérieurs n’occasionnant pas de
contrainftes résiduelles diminuant la fiabilité. Quand les sorties de boitiers a double rahgée de
connexipns, de boftiers plats et d’autres dispositifs a sorties multiples perdent leur alignement
au courp du traitement ou de la manipulation, il est permis de les redresser afin d’agsurer le
parallélisme et I'alignement avant le montage, tout en maintenant I'intégrité du joinf sortie-
corps.

5.5 Fprmation des sorties de boitier plat

5.5.1 Généralites

Les sorfies placées sur les cotés opposés de boitiers plats pour montage en surface|doivent
étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du composant et la
surface f e : S=ch Hctirrat tt—tninimal.
L’'inclinaison du composant est autorisée a condition que la configuration définitive ne
dépasse pas la limite d’espacement maximal de 2,0 mm (voir Figure 1).
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I'intérieur du joint
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on de courbure de la sortie

pisseur nominale de la sortie

Figure 1 — Formation des sorties d’un dispositif monté en surface

Courbures des sorties d’un dispositif monté en sarface

e courbure de la sortie (R) doit étre > 1.T)(T = épaisseur nominale de la
que forme cette partie de la sortie entredes courbures la plus haute et la plu

Déformation de la sortie d’un dispositif monté en surface

mation d’une sortie (courbure'non intentionnelle) est admise quand:

nt ou la soudure reliant la sortie au corps n’est pas endommagé(e) par la défg

he dépasse pas I'exigence minimale relative a I'espacement électrique;

les boucles®de contrainte préformées dépassent la partie supérieure du corps,
b de la hauiéur d’élévation ne doit pas étre dépassée;

pbucle.de: 'extrémité du pied, si elle existe sur les courbures, ne doit pas dép

i
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ies doivent étre soutenues au cours de la formation afin de protéger le joint sortie-
corps. lles courbures ne doivent pas se prolonger.a<’intérieur du joint (voir Figur
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sortie).
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t admis
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Sorties aplaties

Il est permis d’aplatir (forger) les composants présentant des sorties axiales a section
arrondie pour ménager une assise slre pour le montage en surface. Si I'aplatissement est
utilisé, I'épaisseur aplatie ne doit pas étre inférieure a 40 % du diamétre d’origine. Les zones
aplaties des sorties ne doivent pas étre soumises a I'exigence de déformation de 10 % en
6.5.3 de I'lEC 61191-1:2013.

Les sorties aplaties placées sur les cOtés opposés d'une piéce pour montage en surface
doivent étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du
composant et la surface de la carte imprimée (par exemple, I'inclinaison du composant) soit

minimal
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5.5.5 Boitiers a double rangée de connexions (DIP)

Il est permis de monter en surface les boitiers a double rangée de connexions, a condition
que les sorties soient configurées de maniére a respecter les exigences de montage relatives
aux pieces chargées montées en surface. L’opération de préparation de la sortie doit étre
réalisée en utilisant des systemes de formation/découpage a matrices. La formation et
I'ajustage manuels des sorties sont interdits.

5.5.6 Piéces non configurées pour le montage en surface

Les bofitiers plats de configuration pour trous traversants, les transistors, les boftiers
meétalliques de puissance et autres composants équipés de sorties non axiales ne doivent pas
étre montés en surface sauf si les sorties sont formées de fagcon a respecter les exigences
relativeg a la formation de sorties des dispositifs montés en surface. Ces applications|doivent
faire I'olpjet d’un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

5.6 Pletits dispositifs a deux sorties
5.6.1 Généralités

Les exigences détaillées pour le montage de petits dispositifs a deux sorties sont défjnies en
5.6.2 et|5.6.3.

5.6.2 Montage par empilage

Quand lfempilage de piéces est permis par le dessin d’assemblage, les piéces ne doiyent pas
former gle pont au niveau de I'écartement entre d’autres piéces ou composants tels flue des
terminailsons ou autres composants a puce.

5.6.3 Dispositifs avec éléments déposés externes

Les composants dotés d’éléments électriQues déposés sur une surface externe (comme les
paveés regsistifs) doivent étre montés, @de facon que cette surface soit éloignée de |a carte
impriméle ou du substrat.

5.7 Plositionnement du corps des composants équipés de sorties
5.71 Généralités

Il est pgrmis de monter par affleurement (c’est-a-dire sans hauteur d’élévation) deg piéces
montée¢ sur des surfaces protectrices et sur des piéces isolées, positionnées sur uh circuit
ou sur des surfaces sans circuit exposé. Les sorties des piéces montées sur un circuitl exposé
doivent [étre formées de facon a présenter une distance minimale de 0,25 mm entre|la base
du corpg du.composant et le circuit exposé. Le dégagement maximal entre la base dqu corps
du composant équipé de sorties et la surface de cablage imprimée ne doit pas dgpasser
2,0 mm.

5.7.2 Composants équipés de sorties axiales

Un espace maximal de 2,0 mm doit étre ménagé entre le corps d’'un composant monté en
surface équipé de sorties axiales et la surface de la carte imprimée, sauf si le composant est
fixé mécaniquement au substrat par un adhésif ou par d’autres moyens. Les sorties sur les
cOtés opposés des composants montés en surface et équipés de sorties axiales doivent étre
formées de fagon que l'inclinaison du composant (non-parallélisme entre la surface de base
du composant monté et la surface de la carte imprimée) soit minimale et l'inclinaison du
composant ne doit en aucun cas entrainer une non-conformité aux limites d’espacement
maximales.
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5.7.3 Autres composants

Les composants en boitier TO ou a profil haut (c’est-a-dire supérieur a 15 mm), les
transformateurs et les boitiers métalliques de puissance peuvent étre montés en surface, a
condition qu’ils soient attachés ou tenus a la carte de maniére a permettre a la piéce de
supporter les chocs, vibrations et perturbations environnementales.

5.8 Piéces configurées pour le montage en about des sorties

Il est permis, pour les produits de niveaux A et B, de monter en about les composants congus
pour I'assemblage par trous traversants et modifiés pour la fixation de joints en talon, ou les
boitiers a double rangée de connexions a sorties rigides. Le montage en about n’est pas
autorisé_sur les produits de niveau C_sauf si le composant a été concu pour le montage en
surface| Les composants équipés de sorties brasées et congues pour le montage en abo(t peuvent
étre acgeptables pour toutes les classes. Pour les autres composants dotés, ‘de| sorties
montéeg en about, les critéres d’acceptation doivent faire I'objet d’'un accord entre’le fabricant
et I'utiligateur.

5.9 Limites de couverture d’un adhésif non conducteur

Quand [ils sont utilisés pour le montage de composants, les ;matériaux adhégifs non
conducteurs ne doivent pas se répandre sur les zones a braseri/dans les trous de ligison ou
les trous traversants métallisés, ni les masquer.

6 Exigences d’acceptation

6.1 Généralités

Les matériaux, processus et procédures décrits-et spécifiés dans I'lEC 61191-1 permdttent de
réaliser| des interconnexions brasées dei'qualité supérieure aux exigences minimales
d’acceptation du montage en surface conienues dans le présent article. Il convient|que les
processus et leur contréle permettent-la création d’'un produit respectant ou dépasgant les
critéres|d’acceptation relatifs au niveau du produit défini.

6.2 Clontrdole et actions correctives

Les exigences détaillées~relatives a I'acceptation, aux limites des actions correctives, a la
détermination des limjtes“de contrbéle et aux critéres généraux d’assemblage décrits dans
I'IEC 61|191-1 constituent une partie obligatoire de la présente norme. En outre, 6.3 doit étre
respect¢ en ce qui concerne I'acceptabilité de I'assemblage pour montage en surfage et les
connexipns.

6.3 rasage en surface des sorties

6.3.1 Généralités

Les joints ou les sorties brasés sur les composants congus pour le montage en surface
doivent présenter des joints brasés conformes aux descriptions générales de I'Article 10 de
'IEC 61191-1:2013 et aux mesures spécifiques définies de 6.3.3 a 6.3.17 du présent
document. Certains composants montés en surface s’alignent au cours du brasage par
refusion, mais un degré de non-alignement est permis dans la mesure spécifiée. Cependant,
I’'espacement minimal étudié entre conducteurs doit étre respecté.

En 6.3.3 a 6.3.17, certaines caractéristiques du joint ne sont pas spécifiées au niveau de la
taille et la seule exigence concerne I'existence d’un raccord ayant un mouillage correct a la
fois sur la sortie et sur les plages d’accueil, qui doit étre visible. Des dimensions
géométriques soumises a aucune exigence sont considérées comme non critiques pour les
performances de l'interconnexion.
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Les joints pour montage en surface formés sur un connecteur, une douille ainsi que d’autres
sorties sans support mécanique, soumis a une contrainte résultant de lI'insertion et du retrait
de composants ou de cartes imprimées, doivent respecter les exigences du niveau C.

6.3.2 Hauteur de raccord brasé et raccords de talon
6.3.2.1 Généralités

La hauteur F des raccords brasés, y compris les raccords de talon, telle qu’elle est exigée
dans les paragraphes suivants, doit étre jugée d’aprés la distance d’élévation de la brasure
appliquée par rapport a la surface jointe. La Figure 2 illustre cette mesure pour des joints de
hauteur égale mais de volume de brasure différent. En 6.3.3 a 6.3.12, pour certaines
configurations de sorties _le critére de hauteur minimale de raccard acceptable fait référence
a I'épaigseur de la sortie T, ou a la moitié de I'’épaisseur de la sortie (0,5 T). Quand il fait
référenge a T, la hauteur du raccord de talon par rapport a une sortie formée doit étre
mesuré¢ au niveau du point le plus bas du rayon de courbure intérieur de lafsortie,| comme
I'indique le point A sur la Figure 2b (par exemple, niveau C sur les Figures'3,a 5). Quand il
fait référence a 0,5 T, il est admis que le raccord soit inférieur de 0,5 T (par exemple| niveau
B sur les Figures 3 a 5).

NOTE Lg paragraphe 6.3.3 est organisé de fagcon a fournir I'alinéa de I'exigence, la figure appropriée et un
tableau dimensionnel décrivant les détails spécifiques.

6.3.2.2 Contours de la connexion de brasure

Une technologie de montage adaptée doit étre utilisée-pour compenser la désadaptation due
au coefficient de dilatation thermique (CTE1) entre le.composant et la carte. Cette technologie
doit étre limitée aux sorties du composant, aux.dispositifs de montage spéciaux| et aux
connexipns soudées normales. L'utilisation d’élgvations spéciales entre le composgnt et la
plage dl|accueil est autorisée. Les composants sans sorties ne doivent pas étre soydés en
place en utilisant une interconnexion filaire redondante, entre les terminaisons crénelges et la
plage d’accueil.

Les conceptions utilisant des contours-de connexion de brasure spéciaux pour compepser les
désadaptations dues au coefficient,de dilatation thermique (CTE) doivent étre identiflées sur
le dess|n d’assemblage approuve. La technique de montage doit permettre la réalisation
d’une connexion brasée répondant aux exigences du présent document.

6.3.2.3 Position du-talon des sorties d’un dispositif monté en surface

Le talon de la sortiesd’'un composant ne doit pas dépasser de la plage d’accueil.

NOTE Lg talonseammence au point de démarrage de la courbure de la sortie.

6.3.2.4 Barres de raccordement sécables

Il est permis d’installer ou de placer par brasage les composants (connecteurs ou circuits
flexibles, par exemple) dont la conception comprend des barres de raccordement sécables
avant I'enlévement de la barre de raccordement. L’exposition de la partie métallique centrale
résultant de I’enlévement de la barre de raccordement est autorisée.

1 CTE = coefficient of thermal expansion.
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Figure 2 — Hauteur de raccord

Sorties plates en L et en aile de mouette

Les joints brasés entre les plages d’accueil de substrat et les sorties plates formées en L et
en forme d’aile de mouette, constitués de matériaux rigides ou flexibles, doivent respecter les
exigences relatives a l'alignement et au raccord brasé de la Figure 3 pour chaque niveau de

produit.
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Sorti

: , W <O
L B i —
S N o EL > <

W A N B
] . e} Pasti
Dépassement Dépassement o Autres configurations de
de coté de I'extrémité Largeur du joint sortie
du pied d’extrémité
Voir Notea Voir /Note9
du tableau du tablea
~N .
y Ligne coupant le
ll fayon de fourbure
w l{l/e/plus bds
'_
Pt
[T
Hauteur du raccord de talon avec
extrémiité du pied courbée verf le bas
D|= longueur du joint W = largeur de T = épaisseur de la L = longueur du pied fgrmé
de cbété la sortie sortie IEC
Dimensions en millimetres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B Niveau C
Dépassement maximal de cété %W ou0/5 mm,9, %W ou 0,5 mm,¢, %W ou 0,5 mm,9:
A selonia plus petite | selon la plus petite | selon la plus petite
valeur valeur valepr
Dépassement maximal de B d Non autorisé Non auforisé
I’extrémité du pied lorsque L < 3w ¢ lorsque L[< 3w ¢
L’argeL'Jr m'nclmale du joint c VoW YW %\
d’extrém|té
Longueuf Lorsque L = 3W
minimalg du W ou 0,5 mm, 3W ou %L, selon la plus petite|valeur
joint de ¢oté P D selon la plus petite
valeur
Lorsque b.< 3W L
Hauteur maximale duhaecord de E ‘
talon
Hauteur T<0,4 mm G+T
minimalg du
F e G+Tf
raccord de T>0,4mm G+ T
talon
Epaisseur minimale de la G o e e
soudure

a8 |l est permis que les raccords de brasage pour les niveaux A et B s’étendent au travers de la courbure du

haut.

b Les sorties dépourvues de cotés ou d’extrémités mouillables de par leur conception (comme les sorties

estampées ou cisaillées a partir du matériel préparé) ne possedent pas obligatoirement de raccords de co6té
ou en extrémité, mais le dépassement de c6té n’est pas permis (tous les niveaux).

¢ d Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

¢ Existence évidente d’un raccord correctement mouillé.

f La brasure n’est pas en contact avec le corps ou le joint d’extrémité.

9  Si I'extrémité du pied est courbée vers le bas, la hauteur minimale du raccord de talon F s’étend au moins
jusqu’au point milieu de la courbure extérieure de la sortie.

Figure 3 — Sorties plates et en aile de mouette
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6.3.4 Sorties arrondies ou aplaties (forgées)

Les joints formés au niveau des sorties arrondies ou aplaties (forgées) doivent respecter les
exigences de dimension et de raccord de la Figure 4 pour chaque niveau de produit.

i

. (DI ¢
ki

B Largeur du joint d’extrémité

Dapascament
14 Seeht

Voir Notea de I'extrémité
du tableau < du pied

Ligne coupant W = largeurfdeta softie

—t - T ~
BEERS 4 ] ‘ : .
,’ \ ‘l le rayon de aplatie oudiameétre d¢ sortie
i b \ - -7 courbure le arrondie, .
S K 0] — / MX ~__plus bas T =@paisseur de lasortie au
’

niveau du joint (sur I pastille)
k= =Yongueur du pied formé

D Hauteur du raccord de Autres configurdtions
ta_lon avec gxtrem|te du de pastille
pied courbée vers le bas

Longdeur du joint de coté
IEC

Dimensions en npillimétres

Caractéristique Dimension Niveau'A Niveau B Niveau C
. . s .,
Dépassement maximal de c6té %W ou 0,5 mm, selon la plus petite ¥aW ou 0]5 mm,
A b selon la plps petite
valeur b
valedr
Dépassement maximal de B b b b
I'extrémifé du pied
LargeL'Jr ni'nimale du joint c c c 5,
d’extrém|té
L(Bn’gueu' minimale du joint de D W 115\
coté
Hauteur maximale du raccord de E a a a
talon
Hauteur minimale du raccord/de F c G+ T ¢ c+T¢
talon
Epaisseyr minimale de la G c c c
soudure
Hauteur minimale du joint de co6té Q c G+ %T G+ 1T
3 La brasure-nlest-pas-en-contact-avesle-corps-du-boitieroutejoint

b Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

¢ Existence évidente d’un raccord correctement mouillé.

Si I'extrémité du pied est courbée vers le bas, la hauteur minimale du raccord de talon F s’étend au moins
jusqu’au point milieu de la courbure extérieure de la sortie.

Figure 4 — Joints de sorties arrondies ou aplaties (forgées)

6.3.5 Sorties en J

Les joints formés au niveau des sorties présentant une forme en J a I’emplacement du joint
doivent respecter les exigences de dimension et de raccord de la Figure 5 pour chaque
niveau de produit.
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D
Lopgueur du joint de coté
IEC
Dimensions en millimetres
Caractéristique Dimension Niveau*A Niveau B Niveau C
Dépassenent maximal de coté 9 A 72W W Ya\V
Dépassement maximal de B bd bd bk
I'extrémifé du pied
Largeur minimale du joint . 3
d’extrémité C W A
L(Bn’gueu minimale du joint de D c 175W 14
coté
Hauteur jmaximale du raccord E a a a
Hauteur minimale du raccord F G+ %T GHT
Epaisseyr minimale de la G c c d
soudure
a8 Le rafcord brasésmaximal n’est pas en contact avec le corps du boitier ou le joint d’extrémité.
b Paramétre non'spécifié.
¢ Existgnce 'évidente d'un raccord correctement mouillé.
d  Ne dait pas transgresser ’espacement minimal étudié entre conducteurs

Figure 5 — Joints de sorties en J

6.3.6 Composants a extrémité rectangulaire ou carrée

Les joints brasés sur les composants présentant des extrémités de configuration carrée ou
rectangulaire doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la Figure 6
pour chaque niveau de produit.
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Dépassement z 7 \\\
de cbté de la
terminaison W A C
Dépassement -~B P
d’extrémité
\/oir Natea T Largeur du joint

_ .~ du tableau “—"
-

4 | —
7
wl T
e “‘I
11—

¢/

:

J
G i~

J | D

d’extrémité

Terminaison a

Terminaison a

Recouvrement des une ou deux trois faces cinq facgs
extrémites faces Configurations de la
ferminaison
H = hauteur de la zone de T = longueur de la-zone de
terminaison terminaison
W = largeur de la zone de P = largeundg la pastille
terminaison IEC
Dimensions en millimetres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B Nivearx C
4 i oté © . “aW ou P, |selon la
Dépassement maximal de coté A %W ou P, selon la plus petite valeur * .
plus petite valeur
Dépassement d’extrémité B Non autorisé
Largeur minimale du joint . %W ou P, |selon la
, geL . ] C %W ou P, selon la plus petite valeur N .
d’extrém|té plus petite valeur
Longueuf minimale du joint de D d
coté °©
Hauteur maximale du raccord\2 E a
Hauteur minimale du raccerd G + %aH ou|G + 0,5,
F d selon la pliis petite
valepr
Epaisseyr minimalé de soudure P G d
Recouvrement minimal o 4
) - e J exigé YaT
d’extrémié

a

Il est permis que le raccord maximal dépasse la plage d’accueil ou s’étende sur le haut de la métallisation

d’extrémité; cependant, la brasure ne doit pas s’étendre plus loin sur le corps du composant.

spécifié quand le nettoyage n’est pas exigé.

Sauf si la preuve d’un nettoyage satisfaisant peut étre apportée avec un dégagement réduit. G n’est pas

¢ Non exigé pour les composants de type a terminaison sur une face seulement.

Existence évidente d’un raccord correctement mouillé.

¢ Ne doit pas transgresser I'’espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 6 — Composants a extrémité rectangulaire ou carrée
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6.3.7 Sorties d’extrémité cylindrique

Les joints brasés sur les composants possédant des sorties d’extrémité cylindrique (MELF par
exemple) doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la Figure 7
pour chaque niveau de produit.

1
JaY A
Dépassement =C=
V¢ir Notea de cote Dépassement
dJ tableau d’extrémité p
\ T ) ]
1 | Largeur du joint
2 = T d’extrémité
r
i : Y
r f.]n \ - '-.‘ w W = diametre de la terminaison
T AR o] 40 LS T =longueur de la
S A D A terminaison/dépo6t métallique
J | f - S_~=longueur de la pastille
—- -
Longueur du joint de - S -
c6té et recouvrement
d’extrémité
IEC
Dimensions en npillimetres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B Nivedu C
Dépassement maximal de cété © A “aW ou P, selon la plus petite valeur
Dépassement d’extrémité B Non autorisé
Largeur minimale du joint C b %W ou P, selon la plus petite|valeur
d’extrém|té
Longueul minimale du joint.de D b %T ou S, selonla | %T ou S,[selon la
coté plus petite valeur plus petitg valeur
Hauteur maximale'du raccord E a
(extrémité et coté)
Hauteur minimale du raccord F b G + YW ou
(extrémité ef'coté) G + 1.0 mm, selon
la plus petite
valeur
Epaisseur minimale de la G b
soudure
Recouvrement minimal J b YaT YT
d’extrémité
a8 |l est permis que le raccord maximal dépasse la plage d’accueil ou s’étende sur le haut de la métallisation
d’extrémité; cependant, la brasure ne doit pas s’étendre plus loin sur le corps du composant.
b Existence évidente d’un raccord correctement mouillé.
¢ Ne doit pas transgresser I'’espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 7 — Sorties d’extrémité cylindrique
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6.3.8 Terminaisons seulement en partie basse

Les composants a puce discrets, les porte-puces sans sorties et autres dispositifs présentant
des terminaisons métallisées seulement en partie basse doivent respecter les exigences de
dimension et de raccord brasé de la Figure 8 pour chaque niveau de produit.

‘ o \ ﬂ? \ w
A | <\I\I |
< \/ G
P\ A
Dépassement Dépassement Laargeur du jpint
de céte d’extrémité d’extrémitp
W =Aargeur de la terminaison
T, =longueur de la terminaison
P_<=largeur de la pastille
]
i 2N
[ [ |
B___l__ D
Longueur du joint de coté
IEC
Dimensions en npillimétres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B Nivegu C
Dépassement maximal de cété A %W ou P, selon la plus petite valeur ¢ YW ou P,[selon la
plus petite| valeur ¢
Dépassement d’extrémité Non autorisé
Largeur minimale du joint C %W ou P, selon la plus petite valeur %W ou P,[selon la
d’extrém|té plus petitg valeur
Longueul minimale dwjeint de D a a a
coté
Hauteur maximate~du raccord E a a a
Hauteur minimale du raccord F a a a
Epaisseur minimale de soudure © G 0 o o
Recouvrement minimal d’extrémité J b 1 YT

a8 Paramétre non spécifié.

apportée avec un dégagement réduit.

b Existence évidente d’un raccord correctement mouillé.

4 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

¢ Si le nettoyage est exigé, G n’est pas spécifié tant que la preuve d’un nettoyage satisfaisant peut étre

Figure 8 — Terminaisons seulement en partie basse
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Les joints formés au niveau des terminaisons crénelées des porte-puces sans sorties doivent
respecter les exigences de dimension et de raccord brasé de la Figure 9 pour chaque niveau

de produit.
W
B
- 1 i
(S | (3 7
=
Métallisation du coin
(terminaison) .
A A Raccord exigé si la
Dépassement pastille est présente Dépassement de coté
de coté
w ] )
(s ;
4 w \ | (N
< 5 Z1\ (O
] f | A c
= D -
Longueur du joint Largeur du joint
de coté d’extrémité
W = largeur de crénelage
H = hauteur de crénelage
P =longueur de la pastille a
I’extérieur du boftier
IEC
Dimensions en npillimetres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B Nivequ C
Dépassement maximal de coté 9 A W W VaW
Dépassement d’extrémité B Non autorisé Non autorisé Non auforisé
Largeur minimale du joint c LW LW W
d’extréml|té 2 2 *
L?nrg:eu' minimale du {QRy-de D c Profondeur de crénelagg
coteé
Hauteur maximale’du raccord E ad
Hauteur minimale du raccord c G + YaH G + |eH
Epaissel r minimale de soudure ? G [
2 |l est permis que le raccord maximal dépasse la partie supérieure du crénelage, a condition qu’il ne soit pas
en contact avec le corps.
b Si le nettoyage est exigé, G n’est pas spécifié tant que la preuve d’un nettoyage satisfaisant peut étre
apportée avec un dégagement réduit.
¢ Existence évidente d'un raccord correctement mouillé.
4 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

Figure 9 — Porte-puces sans sorties, a terminaisons crénelées

6.3.10 Joints en talon

Les joints formés au niveau des sorties positionnées perpendiculairement a une plage
d’accueil du circuit dans une configuration en talon doivent respecter les exigences de
dimension et de raccord brasé de la Figure 10 pour chaque niveau de produit. Pour les
produits de niveaux A et B, il n’est pas exigé que les sorties n'ayant pas de cétés mouillables
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par conception (telles que les sorties estampées ou cisaillées a partir d’'un approvisionnement
pré-revétu) aient des raccords sur les c6tés; toutefois, il convient que la conception permette
une inspection facile du mouillage des surfaces mouillables.

Sortie
™S
w
e N ——
N
[ | —
S o ¢ | s
A Rastille
o
A
Dépassement Projection de la o
de coté pastille Largedr duljoint
d’extrémité
T
w W = largeur de la sprtie
""I T = épaisseur de I3
! sortie
Longueur du joint de coté D
Voir|Notea
du tableau IEC
Dimensions en millimetres
Caractéristique Dimension Niveau A Niveau B
Dépassement maximal de coté © A YaW Non autollisé
Dépassement de I'’extrémité du pied B Non autorisé
Largeur minimale du joint d’extrémité C YaW YaW
Longueul minimale du joint de-cété 2 D b b
Hauteur maximale du raccard E a a
Hauteur minimale du_raccord F 0,5 mm 0,5 mm
Epaisseyr de soudure G b b
a8 |l esf| permis,"que le raccord maximal s’étende a I'intérieur du rayon de courbure. La brasure n’est pas en
contdct@vec le corps du boitier ou le joint d’extrémité.

b

Existence évidenie d'un raccord correctement mouillé.

¢ Ne doit pas transgresser I'’espacement minimal étudié entre conducteurs.

6.3.11

Sorties plates en forme de L vers ’intérieur

Figure 10 — Joints en talon

Les joints brasés au niveau des composants possédant des terminaisons de sorties plates en
forme de L vers l'intérieur doivent respecter les exigences de dimension et de raccord brasé
de la Figure 11.
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H = hauteur de la
sortie

L longueur de la
sortie

P largeur de la
pastille

W = largeur de la
sortie

w
-¢ - )\
A
T
]
A
[V
= N I
A
O B Pastille
Y = — -
A e A
1 P -
A |- <l —
AL~ IEC
Dimensions en npillimétres
Cpractéristique Dimension Niveau A Niveau B Niveap C
A i 1 1
DFQasse ment maximal de A YW LW aW ou Af , selon
coté @ la plus peti{e valeur
Dépassgment maximal de
; . . . B a
I'extrémité du pied
. . . 3, 3,
L’argeL’Jr m!nlmale du joint c W LW %W ou Af , selon
d’extrémité la plus petife valeur
Hauteur|maximaledusraccord E H+GP
Hauteur|minimale du raccord L:V:zc;l:&llsagrelgsst G+%HouG+05, | G+%Houl+05,
F . selon la plus petite selon la plys petite
surfaces verticales valeur valedir
des terminaisons
Epaisseur de soudure G c

28 Ne doit pas transgresser I'espacement minimal étudié entre conducteurs.

b

¢ Le mouillage est évident.

La brasure n’est pas en contact avec le corps du composant.

Figure 11 — Sorties plates en forme de L vers lI'intérieur

6.3.12 Sorties a cosse plate

Les joints brasés au niveau des composants dissipateurs de puissance dotés de sorties a
cosse plate doivent respecter les exigences de dimension de la Figure 12 pour chaque niveau

de prod

uit.
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